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WL532无线接收芯片
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1 概述 

WL532是一款低功耗、高性能、即插即用型 OOK 射频接收器，该芯片具有 2.5V - 5.5V较

宽的输入电压范围，灵敏度高达到-112dBm，工作频段为 300 - 480 MHz，支持 1 - 5 

Kbps 的数据率传输。采用 SOP-8封装类型，应用时仅需天线端阻抗匹配网络、VDD退耦电

容、CTH和AGC滤波电容，VDD 电路上无需增加防过冲电阻，从而降低应用成本。 

2 主要特性 

▪ 频率范围： 300 - 480 MHz

▪ 接收灵敏度： -112 dBm（1 Kbps）

▪ 数据率范围： 1 - 5 Kbps

▪ 电压范围： 2.5V – 5.5V

▪ 低功耗：5.3 mA @ 3.3V（315 MHz）

▪ SOP8 封装

3 应用领域 

▪ 远程控制系统

▪ 遥控报警器

▪ 无线照明控制系统

▪ 遥控门禁系统

4 封装类型 

WL532芯片采用SOP-8封装，如下图： 

图 1     WL532 封装示意图

WL532无线接收芯片
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5 功能描述 

WL532由以下几个电路组成：低噪声放大器，混频器，镜像抑制带通滤波器，中频放大

器，峰值检测器，低通滤波器，自动增益控制，数据输出比较器，晶体振荡器电路，锁相环

电路，电压参考和偏置电路，以及逻辑控制电路，是一款数模混合设计的一体化接收机。 

5.1 接收机 

射频输入信号通过天线和匹配网络电路进入低噪声放大器。低噪声放大器将输出信号与

本地振荡器信号送入混频器进行下变频混频操作，镜像抑制带通滤波器进行滤波处理，抑制

混频镜像，中频放大器将信号进行多级放大后，完成射频信号至中频信号下变频操作。 

5.2 晶体振荡器 

WL532采用负阻型晶体振荡电路，将外部负载电容置于芯片内部。只需要外接合适的

晶体振荡器即可提供准确的参考时钟。在300–480 MHz免费频段内的任何频点，实际工作

频点与晶振频率的计算公式如下： 

FXTAL =
13.52127

433.92
FRF

根据上述公式可以算出，当用户希望WL532工作在 315 MHz 时，所需晶体频率为 

9.81563 MHz。 

需要注意的是，由于不同封装规格的晶体存在着寄生电容差异，请用户选用晶体时注意

评估，避免由于晶体震荡频率偏离目标值过大而引起接收机性能降低。 

5.3 自动增益控制 

自动增益控制电路监测低通滤波器输出的包络信号幅度，通过调节低噪声放大器和中频

运算放大器的增益，获得稳定的系统增益线性度和高性能的灵敏度。CAGC管脚为接收链路

自动增益控制端口，外接滤波电容，滤波电容的取值会影响芯片启动时间，且成正比关系。

举例：在交流转直流的工作环境下，建议选大一点的电容值；同理，稳定的直流供电场合下，

可以选择略小一点的滤波电容。 

5.4 解调器 

中频信号经过峰值检测器和低通滤波器之后完成调制信号的包络解调，剪波电平电路外

接合适的数据滤波电容（CTH）将解调出的包络信号变为稳定的包络中间电平信号，再与包

络信号进行比较而输出准确的解调数据，完成解码功能。 

WL532无线接收芯片
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6 I/O定义及管脚配置 

WL532芯片是 SOP-8封装,管脚定义分别如下图所示： 

图 2   WL532 管脚排列图

引脚号 引脚名称 I/O 引脚描述 

1 RFIN I 天线脚，射频信号输入，需外接匹配网络 

2 GND I 地输入 

3 VDD I 2.5 – 5.5 V电源输入 

4 SHUT I 
关断控制管脚： 

接高电平进入关断模式，接低电平进入工作模式 

5 DOUT O 数据输出 

6 CTH I 外接滤波电容，产生数据比较器的剪波电平 

7 CAGC I 自动增益控制管脚，外接滤波电容 

8 XOSC I 晶体振荡器输入管脚，外接晶体或者参考时钟 

表 1     WL532 管脚描述

WL532 管脚排列

RFIN XOSC 

GND CAGC 

VDD CTH 

SHUT DOUT 

WL532无线接收芯片
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7 电气特性 

7.1 最大绝对条件 

输入电压 -----------------  6V 

储藏温度 -----------------  -50 ℃ ~ 150℃ 

焊接温度 -----------------  255℃ 

7.2 推荐正常工作条件 

参数 符号 最小 典型 最大 单位 

运行电源电压 VDD 2.5 5.5 V 

运行温度 TOP -40 85 ℃ 

表 2 推荐运行条件 

7.3 接收器射频和中频参数 

𝐕𝐃𝐃=5.0V，数据率 1Kbps，常温 25°C 

参数 符号 最小 典型 最大 单位 

频率范围 FRF 300 480 MHz 

饱和输入电平 PLVL 10 dBm 

灵敏度 
S315 -112 dBm 

S433.92 -112 dBm 

中频信号频率 
F315 0.9 MHz 

F433.92 1.239 MHz 

中频信号带宽 
F315 340 KHz 

F433.92 500 KHz 

编码调制占空比 20 80 % 

表 3 接收器射频和中频参数 

WL532无线接收芯片
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7.4 电源功耗和启动时间 

𝐕𝐃𝐃=5.0V，数据率 1Kbps，常温 25°C 

参数 符号(条件) 最小 典型 最大 单位 

工作电流 
ICC-315M 5.4 mA 

ICC-433.92M 5.9 mA 

关断电流 IOFF 0.1 uA 

启动时间 

TSHUT(高-低) 

AGC电容 CTH电容 

4.7uF 0.47uF 80 

ms 
2.2uF 0.1uF 30 

1uF 0.1uF 8 

0.47uF 0.047uF 2.5 

表 4 电源功耗和启动时间 

7.5 晶振 

参数 符号 最小 典型 最大 单位 

晶体频率 
FX-315M 9.81563 MHz 

FX-433.92M 13.52127 MHz 

精度 ±20 ppm 

负载电容 CLOAD 15 pF 

表 5 晶振规格 

WL532无线接收芯片
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8 典型应用 

WL532 芯片的典型应用如下图所示： 

图 3     WL532-433M 典型应用原理图

图 4   WL532-315M 典型应用原理图

WL532无线接收芯片
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9 封装尺寸 

WL532所用的SOP8封装信息如下所示： 

图 5 SOP8 封装尺寸图

符号 
尺寸 (毫米mm) 

最小值 典型值 最大值 

A - - 1.75 

A1 0.10 - 0.225 

A2 1.30 1.40 1.50 

A3 0.60 0.65 0.70 

b 0.39 - 0.48 

c 0.21 - 0.26 

D 4.70 4.90 5.10 

E 5.80 6.00 6.20 

E1 3.70 3.90 4.10 

e 1.27 BSC 

h 0.25 - 0.50 

L 0.50 - 0.80 

L1 1.05 BSC 

θ 0 - 8° 

表 6 SOP8 封装尺寸 

WL532无线接收芯片
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WL532无线接收芯片

10 生产焊接条件

生产焊接 

推荐的回流焊峰值温度为 240ºC ~ 260ºC，最高不能超过 260ºC。推荐的炉温曲线图（无铅 SMT

回流焊）和相关参数如下： 

图 ：推荐的回流焊温度曲线 

表 ：推荐的炉温测试控制要求 

参数 推荐值 最大值 单位 

最低温度（TSmin） 

最高温度（TSmax） 

tS 时间（TSmin 到 TSmax) 

130 

200 

90-110 

150 

200 

60 - 120 

°C 

°C 

s 

温度（TL） 

时间（tL） 

升温斜率 

217 

55-65 

+2 

217 

55 - 65 

+3 

°C 

s 

°C/s 

温度（Tp-10） 

时间（tp-10） 

升温斜率 

- 

- 

- 

250 

10 

+3 

°C 

s 

°C/s 

峰值温度（Tp） 240 260 max. °C 

达到峰值温度的时间 300 300 s 

降温斜率（峰值温度到 TL） -4 -6 °C/s 

说明： 

• 上表中所列温度是在器件封装顶部测得的。

• 元器件的最大回流次数为三次。

10.1
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